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図表１　現在と５年前の対米国研究開発水準
「科学技術の中長期発展に係る俯瞰的予測調査」の結果より
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（Pysical/Circuit design,Timing & 
DFM）での論文数が 65件と全体
の約 35％を占めている。
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SEMATECH：Semiconductor Manufacturing Technology Institute
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